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摘 要

在這本論文裡使用了兩種新的方式去製作矽微流通道以應用於單石積體化熱泡噴墨印頭結構，一是藉使用矽的電漿深蝕刻

技術挖出矽微流通道，再以低壓化學氣相沈積氧化膜予以填滿，並以化學機械研磨平坦化製程來完成；另一則是利用在碳

化矽薄膜上以氫氧化鉀進行穿孔蝕刻，隨後再以電漿輔助化學氣相沈積碳化矽薄膜予以平坦化。 以電漿為主的矽蝕刻製程

是一個關鍵技術，對於在基板與表面得到較精準的圖案。對於熱噴墨列印，電漿的矽蝕刻製程被用於去製造單石矽的微通

道與墨水槽結構。微流道的寬度將80 mm縮小至20 mm而噴孔的直徑也可由原先的50 mm 縮小至10 mm。俾以建構次世代

A4 尺寸相片品質印表頭之先導性研究。 對熱噴墨印頭而言，白金薄膜是扮演了加熱器材料的關鍵性角色。白金具有良好

的延展性與特強的耐蝕、抗氧化等穩定不易變質的特性所以非常適合把它用在需經常操作在高頻脈衝電壓下不斷地作反覆

性加熱、冷熱交替與氣泡消退墨水回填時的撞擊。白金熱阻層之乾蝕刻研究，使用多種氣體混合來完成，雖然其主要還是

藉由入射之離子以物理性濺擊方式來蝕刻，但是可能因在沈積速率大於濺擊速率而於側壁產生圍籬堆積，故加入CF4、Cl2

以化學反應的方式產生可揮發的產生物與可溶解於水的化合物，來達到無圍籬堆之白金熱阻層。並且於二次離子質譜分析

儀之分析也確認於蝕刻後的試片上有Pt-F的鍵結，也發現加入適當濃度之CF4後蝕刻速率有提高。在本論文中研究白金薄

膜蝕刻係使用光阻當遮罩在感應耦合電漿系統內完成。 在本論文中所建立之噴墨量測設備可觀察噴墨頭墨滴的動態射出行

為，藉由閃頻觀測儀與脈衝產生器之結合，可進行噴墨頭操作條件之設定與壽命之測定，同時有助於研究因流道幾何結構

、加熱元件面積與噴孔大小對噴墨動力之影響與變化，對噴墨印頭結構之研發將有很大之助益。
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